
从人工智能到电动汽车：
亚太半导体行业如何驱动 
全球创新版图



1.0	下一代创新浪潮核心需求引擎 
	 �挖掘拉动半导体需求的核心产业，覆盖人工智能 (AI)、高性能计算及电动汽车领域。洞悉驱

动新一轮全球创新的核心推动力。

2.0	半导体供应体系深度解析  
	 �深入拆解半导体供应链全流程，涵盖芯片设计至制造各环节。厘清各工序协同赋能产业运转

的底层逻辑。

3.0	半导体价值链与亚太核心生产枢纽 
	� 梳理完整半导体产业价值链，并定位亚太地区核心产业集聚地。剖析区域产业枢纽在全球供

应体系中的关键作用。

4.0	供应链复杂度与潜在风险 
	� 解析高度互联的全球化供应链运营难点。梳理各类核心风险，阐明其对半导体企业经营造成

的影响。

5.0	 FedEx 核心优势：助力半导体企业规模化发展 
	 �详解 FedEx 如何依托稳定物流网络与全球联运资源赋能半导体企业。掌握提升运营效率、

全程可视化管控业务的落地方法。

6.0	蓄力前行：半导体产业增长新征程 
	� 前瞻产业未来发展趋势，解读企业维持市场竞争力所需核心条件。剖析高韧性供应链对产业

长期增长的支撑作用。

从人工智能到电动汽车：
亚太半导体行业如何驱动全球创新版图 
点击下方各章节，查阅报告内容。

2



全球经济正处在变革发展阶段，生成式 AI 的规模化落地、交通领域
电动化快速普及，构成当下两大创新发展主线。双重需求爆发，令
先进半导体成为全新应用场景与新兴市场全球战略需求的核心载体：

人工智能与数据中心：AI 与高性能计算是增速最快的需求驱动
力。2024 年，AI 加速器芯片（用于 AI 的GPU/ASIC 芯片）销售额
约占全球芯片总销量的 20%，该占比仍将持续攀升1。全球大型云服
务商（例如中美超大规模云厂商）正搭建新一代数据中心，搭载英
伟达 Blackwell 系列 GPU 等前沿芯片。全球现有超 9,000 座数据中
心，预计 2026 至 2035 年间将新增约 2,000 座2。除芯片本体外，
支撑算力运转的实体基础设施需求同步激增，包括功率常超 100 千
瓦/台的高密度服务器机柜、模块化液冷系统、大型发电配套硬件。
全球范围内需求同步走高，亚太芯片制造企业与 FedEx 等物流服 
务商，需承接前所未有的高性能芯片托运体量。 
 
汽车与电动汽车领域：电动及自动驾驶汽车是规模庞大的增长赛
道。尽管疫情期间产能扩张后汽车芯片需求短期回落，但整体需求
体量依旧可观。关键在于，单车芯片搭载量持续上涨。举例来说，
电动汽车搭载的半导体器件（电源管理芯片、传感器、AI 芯片） 

数量远高于燃油汽车。这意味着行业将维持长期稳定增长；即便行业
周期下行，也无法逆转单车芯片用量持续提升的长期趋势。亚太是
全球核心汽车制造区域（日本、韩国、中国均拥有头部整车厂商，
印度新兴产能持续落地），本土芯片供给对产业发展至关重要。 

 
5G 与物联网连接：5G 基础设施持续铺设、物联网设备全面普及，
拉动专用射频 (RF) 芯片与混合信号芯片需求。亚洲各地通信基础设
施升级项目（例如印度 5G 基建建设）持续推高半导体采购需求，相
关网络设备带动有源元器件与无源模组出货量大幅增长。 
 
消费电子及其他领域：智能手机、个人电脑、可穿戴设备、消费级
物联网终端持续搭载前沿芯片，亚太地区消费者贡献全球电子消费
品大量销售额。除此之外，医疗器械、工业自动化设备（中日市场
需求旺盛）的芯片搭载量稳步提升。整体来看，亚太市场需求结构
日趋多元，企业出货芯片覆盖各类终端市场。 

1 Manufacturing Asia：AI 需求激增，占据全球半导体市场 20% 份额
2 IEEE Spectrum：数据中心建设热潮集中在美国，但中国市场增长潜力仍存未知3

1.0 下一代创新浪潮核心需求引擎

图 1：人工智能、电动与自动驾驶汽车、可持续发展举措、技术自主化四大全球大势，正推动半导体在芯片设计、 
前端晶圆制造、先进封装全流程实现技术迭代。

影响全球半导体产业的核心发展大势
2024 - 2030

发展大势 技术影响 对半导体行业的影响

人工智能
汽车
	• 车载电池系统由 400V 向 800V 平台迭代
	• 电动汽车续航里程提升、充电速度加快
	• 支撑更高等级自动驾驶落地

设计
	• AI 驱动设计工具缩短芯片研发周期、降低研发成本。
	• CPU-GPU 融合架构可满足 AI 算力需求。
	• AI/机器学习 (ML) 技术加速新材料研发，缩短半导体研发周期。

前端
	• �碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN) 等化合物半导体市场 

需求持续攀升。
	• AI 算力需求推动先进制程发展，拉高资本投入规模。
	• 行业加强产业协同与垂直整合，保障长期供应链稳定供给。

 后端
	• �2.5D/3D 集成等先进封装技术，可打造尺寸更小、 

性能更强的芯片。
	• 在后摩尔时代，封装工艺成为芯片差异化竞争的核心抓手。

数据来源：Frost & Sullivan

消费电子领域
	• 消费电子设备快充技术
	• 消费物联网互联终端设备

工业
	• 智能制造与工业 4.0
	• 电动汽车充电基础设施 —— 直流快充设备
	• 电子战与高端航天电子器件
	• 医疗可穿戴设备与科研检测设备

通信与信息技术
	• 数据中心能效提升与性能优化
	• 5G 网络基础设施建设
	• 先进光学方案与硅光芯片技术

能源与公用事业
	• 光伏、风电能源
	• 绿氢解决方案
	• 电网现代化改造
	• 储能系统 (ESS) 与不间断电源 (UPS)

电动及自动驾驶汽车

可持续发展 —— 零碳创新

产业链自主化布局
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图 2：中国台湾持续领跑全球半导体出口（HS 编码 8541、8542），2025 年出口额接近 1,700  
亿美元，2006 至 2025 年复合年均增长率 7.7%；越南等新兴出口国基数较低，但增速高达 31.8%7

亚太地区是全球半导体供应体系的核心，全球绝大部分半导体产
能集中于此。2022 年，亚太地区半导体行业营收占全球总规模约 
57.6%3。中国是全球单一最大市场；2023 年，中国市场规模占亚
太总量约 53%， 占全球市场近 29%4。受行业周期影响，亚太市场

占比存在小幅波动（例如 2023 年亚太芯片出货规模下滑），但在
核心技术需求驱动下，产业长期增长趋势不变。

3 全球半导体联盟（GSA）：《2024 年亚太地区半导体行业趋势报告》
4 半导体行业协会（SIA）：《2024 年事实手册》
5 世界半导体贸易统计组织 (WSTS)

6 Manufacturing Asia：AI 需求激增，占据全球半导体市场 20% 份额
7 国际贸易中心贸易地图，（产品 HS 编码 8541、8542）出口商名录
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2.0 半导体供应体系深度解析  

2.1 贸易与生产布局格局变迁
世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 预测，2026 年全球半导体市场规
模将达到约 9,750 亿美元5。市场增长重心逐步向驱动创新的高价值
赛道倾斜。AI 加速器芯片与高带宽内存 (HBM) 现已成为人工智能产
业核心硬件；汽车行业碳化硅器件、高级驾驶辅助系统逻辑芯片普
及，单车半导体搭载量呈指数级增长，电动汽车已然成为“车轮上
的数据中心”。值得一提的是，全球前十五大半导体企业中有四家
总部位于亚太，区域同时聚集全球芯片设备核心采购方（中国为全
球单一最大设备采购市场）。

市场规模与增长态势：过去十年，亚太芯片市场规模大幅攀升。中
国台湾、韩国、日本等成熟市场晶圆厂产能领先；中国、印度、东
南亚各国新兴产业枢纽持续扩张。各国政府推出专项产业扶持计划
（例如国家级半导体发展规划），吸引数十亿规模的资金投入晶
圆厂建设与研发项目。长期市场预测保持乐观：即便经历 2022 至 
2023 年行业回调，随着AI、5G 项目落地，行业分析师预计市场需
求将迎来回暖6。
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全球主要出口合作伙伴 ——  
产品 HS 编码 8541、8542

(2006 - 2025)
千美元 复合年增长率

中国台湾 +7.7%

+3.7%
+8.8%

+7.1%

-0.1%
+1.8%
+31.8%
+2.4%

新加坡

韩国

马来西亚

日本
菲律宾
越南
泰国

来源：国际贸易中心贸易地图、Frost & Sullivan 分析



全球产业影响：亚太地区产业主导地位，意味着区域内任何生 
产中断都会波及全球。举例而言，中国台湾晶圆代工产能占全球 
60%10，为全球各地企业供应芯片。与此同时，越南芯片出口规模
持续扩大（2023 年集成电路出口额 324 亿美元11），新加坡全球
分销枢纽连接亚太产能与全球市场。简而言之，亚太半导体产业的
发展态势将影响全球各行各业。  
 
亚太地区为何对半导体中小企业至关重要：中小企业为大型半导 
体产业链提供关键配套支撑，多为二级、三级配套供应商，供应特
种化工材料、精密零部件、检测服务。亚太地区中小企业高度集
聚，芯片设计、外包半导体封测 (OSAT) 行业尤为突出，细分领域
专业技术与灵活产能是中小企业核心优势。 
 

货件托运模式转变：亚太产业生产高度分散、各环节相互依存，传
统大批量托运模式逐步被小批量定制化货件托运替代，适配区域多
元化需求。单款芯片的设计、晶圆制造、封装测试往往分布于不同
产业枢纽，原型片、测试晶圆、高价值备用零部件跨境托运频次持
续走高。

注释：HS 编码 8541 —— 二极管、晶体管及同类半导体器件、光敏半导体器件（含光伏器件）、发光二极管、装配压电晶体；HS 编码 8542 —— 电子集成电路。 
绝大多数半导体产品归入 8541、8542 两大 HS 编码9。

8 国际贸易中心贸易地图，（产品 HS 编码 8541、8542）进口商名录
9 世界海关组织：半导体与协调制度发展报告

10 FedEx：如何提升半导体供应链韧性
11 商业时报：《越南建成首座晶圆厂，由越捷集团牵头建设》	 (Vietnam takes  
first leap into chip fabrication with Viettel-led fab)5
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图 3：新加坡现已成为全球最大半导体进口国（HS 编码 8541、8542），2025 年进口额突破 1,050  
亿美元，2006 至 2025 年复合年均增长率 4.2%，其次为中国台湾、韩国；越南增速最快，达 30%8。
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全球主要进口合作伙伴 ——  
产品 HS 编码 8541、8542

(2006 - 2025)
千美元 复合年增长率

新加坡

中国台湾

韩国
越南
马来西亚

日本

泰国

菲律宾

+4.2%

+6.4%

+5.6%
+30%
+3.6%

+0.5%

+6.1%

-1.0%

来源：国际贸易中心贸易地图、Frost & Sullivan 分析



半导体产业生态可划分为完整工序链条：芯片设计（含知识产权研
发、产品研发）、前端晶圆制造、配套制造业（设备、原材料、基
板）、封装测试（后端封装、外包封测）、终端落地（物流递送、
整机集成）。各工序聚集规模不同的企业，亚太半导体产业按区域
形成高度专业化分工： 

•	 �设计与研发  
大型跨国企业：集成器件制造商 (IDM)、头部无晶圆厂企业（逻
辑、存储芯片行业龙头）主导前沿芯片架构创新。  
 
中型企业：区域芯片设计企业（模拟芯片、电源管理芯片、无线
射频芯片赛道）服务成熟终端市场。 
 
中小企业：  
�	� 亚太创新枢纽（新加坡、马来西亚、中国台湾）涌现大量无晶

圆厂初创企业、知识产权供应商，深耕物联网、车载传感器、
定制专用集成电路等细分赛道。  
 
东南亚各国正持续推进半导体设计与知识产权研发能力 
建设12，各地政府持续扶持本土小型设计企业。 
 
亚太各地中小企业在芯片设计、封装、零部件配套领域承担关
键配套职能。

 
亚太产业枢纽分布：  
	� 印度是全球核心芯片设计产业枢纽（无晶圆芯片、知识产权研

发），依托国家级半导体发展规划持续 新建晶圆厂。该国同时
达成多项国际合作，与新加坡签署半导体合作谅解备忘录13。

 
	� 新加坡、日本聚集大量研发与设计团队，中国上海、深圳等城

市同步布局前沿研发中心，依托亚太晶圆厂资源研发新一代芯
片 架构。 
 

•	 �前端制造  
大型跨国企业：该工序高度集中于少数头部厂商。仅中国台湾 
晶圆代工厂产能就占据全球合同芯片制造市场约 60%14。除中 
国台湾台积电、韩国三星、现代晶圆厂外，中国中芯国际、日本
集成设备制造商（瑞萨、索尼特种芯片产线）均为行业重要产 
能载体。  
中型企业：中国台湾联电、中国华虹半导体、格芯（总部美国，
亚太布局晶圆厂）承接中等体量芯片制造需求。  

中小企业： 
�晶圆厂建设资金投入巨大，纯晶圆制造赛道中小企业参与度
低，但配套专业服务赛道存在大量发展机会。  

包括东南亚成熟制程小型晶圆厂、细分基板与晶圆生产商、 
本土特种材料与设备零部件供应商。 

亚太产业枢纽分布：  
中国台湾、韩国领跑 5 纳米以下先进制程芯片制造（逻辑、 
存储芯片）；  
 
中国快速扩充晶圆产能（北京、上海新建多座晶圆厂）；  
 
日本依托特种晶圆厂（芯片组、原材料）形成差异化优势， 
半导体设备与原材料领域实力全球领先，占据全球设备市 
场约 30% 份额。上述产业载体承担全产业链资金投入最高的 
制造工序。 

3.0 半导体价值链与亚太核心生产枢纽

12 �Chia-Nan Wang，东南亚国家半导体供应链潜力评估：客观赋权多准则决策模型
13 �Outlook Business：新加坡商界负责人：印度将成为半导体行业未来设计与创新枢纽
14 FedEx：如何提升半导体供应链韧性
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https://www.nature.com/articles/s41599-024-03768-x
https://www.outlookbusiness.com/news/india-a-future-design-innovation-hub-in-semiconductor-industry-singapore-business-chief
https://www.fedex.com/en-my/business-insights/tech-innovation/semiconductor-supply-chain-resilience.html
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•	 �封装测试（外包封测） 
大型跨国企业：封装测试行业由头部外包封测厂商主导，日月
光、安靠、力成等头部企业合计占据行业绝大多数市场份额， 
产能主要集中于中国台湾、中国大陆15。  
 
中型企业：亚太区域外包封测厂商（长电科技、优特半导体、 
南茂科技、矽品）依托定制封装工艺，服务汽车、工业、消费电
子赛道客户。 
 
中小企业： 

亚太各地分布大量小型封装代工厂、检测实验室。马来西亚、 
菲律宾、越南、印尼聚集众多中小型封装厂房、检测设施，承接
芯片级检测、模组封装、子系统集成业务。  
	 
	此类中小企业多深耕多品种小批量、细分工艺赛道，例如先进晶
圆级封装、微机电系统集成。

	 亚太产业枢纽分布： 
东南亚（马来西亚、越南、菲律宾、泰国，印尼少量产能）是全
球后端封装测试核心枢纽。海量芯片托运至上述地区完成封装、
检测，成品集成电路再出口全球。 

举例：2023 年越南集成电路出口额达 324 亿美元。整套外包封
测配套产能配合亚太晶圆代工企业，承接大批量订单、2.5D/3D 
先进封装、快速交付定制项目。

图 4：亚太半导体产业生态分工高度细化，中国台湾、韩国主导先进制程制造；日本垄断原材料与设备赛道；中国是核心原材料供给国与终端消费市场； 
印度崛起为芯片设计产业枢纽。

•	 �部署与分销
大型跨国企业：大型电子制造厂商、系统厂商（手机、计算机、
汽车领域头部整机厂商）将半导体集成至终端产品，统筹全球分
销业务。
 
中型企业：区域电子企业、代工厂采购芯片，面向细分市场生产
终端产品。 
 
中小企业： 

亚太地区物流企业、中小型分销商、元器件贸易商助力半导体产
品融入本地供应链。  
	
赛道内中小企业可深耕增值分销业务，服务发展中市场细分客户
群体。（注：FedEx 及其他全球物流服务商连通全产业链各层
级，将半导体货件递送至全球各地工厂与市场。）

亚太产业枢纽分布： 
新加坡、中国香港、东京拥有大型航空货运枢纽，负责将半导体
货件发往全球。现代化供应链依托上述枢纽完成库存缓冲、快速
部署。 

上述枢纽连通亚太制造基地与北美、欧洲及其他区域市场。这些
枢纽同时提供高价值半导体、人工智能配套设备托运所需的专业
操作、温控服务、安全保管、全程可视化管控服务。

 

15 3DInCites：亚洲或将成为先进封装产业核心区域 7

全球半导体供应链中亚太各主要经济体核心职能

中国

	• 稀土、铜及半导体材料核心供应国
	• 全球规模领先的半导体终端消费市场
	• 化工材料、电子零部件产业规模持续扩张
	• 前端晶圆制造、后端封装测试产能持续扩充

印度

	• 半导体设计与 EDA 软件核心枢纽
	• 工程研发、芯片设计人才储备庞大
	• 为全球提供大量半导体研发配套服务
	• 持续加大晶圆厂与产业基建投入

软件 
开发

人才 技术 
研发

芯片 
设计

设备  材料与 
化学品

中国台湾

	• 台积电及头部晶圆代工厂所在地
	• 先进制程芯片制造全球领先
	• AI 芯片、5G 芯片配套生态完善，前沿研发实力强劲
	• 封装测试（外包封测）核心枢纽

韩国

	• 全球存储芯片制造龙头
	• 聚集三星、SK 海力士等头部企业
	• 生产半导体原材料、特种化工品与特种气体
	• 先进晶圆制造能力突出

日本

	• �高纯半导体原材料（光刻胶、晶圆、化工试剂） 
核心供应国

	• 半导体 制造设备主要生产国
	• 供应光刻设备、沉积设备与检测设备
	• 配套晶圆厂的工业、水处理技术实力雄厚

数据来源：Frost & Sullivan
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Key roles of major APAC economies in the global semiconductor supply chain
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Japan
• Leading supplier of high-purity semiconductor 

materials (photoresists, wafers, chemicals)
• Major producer of semiconductor 

manufacturing equipment
• Provides lithography tools, deposition 

systems, and testing equipment
• Strong presence in industrial and water 

treatment technologies supporting fabs

Taiwan

• Home to TSMC and leading semiconductor foundries
• Global leader in advanced node manufacturing
• Strong ecosystem in AI chips, 5G chips, and advanced R&D
• Major hub for packaging, assembly, and testing (OSAT)

South Korea

• Global leader in memory chips manufacturing
• Home to major firms such as Samsung and SK Hynix
• Produces semiconductor materials, specialty 

chemicals, and gases
• Strong capabilities in advanced semiconductor 

fabrication

China

• Major supplier of rare earth elements, copper, and 
semiconductor materials

• Important global semiconductor consumer market
• Growing role in chemicals and electronic components
• Expanding front-end fabrication and back-end 

capabilities

India

• Major hub for semiconductor design and EDA software
• Large base of engineering and chip design talent
• Key contributor to global semiconductor R&D services
• Increasing investments in semiconductor fabs and 

infrastructure

Software 
Development

Talent Technology 
R&D

Chip 
Design

Equipment Materials & 
Chemicals

Source: Frost & Sullivan



亚太半导体产业链工序分布于不同区域，亚太供应链各环节深度互
联。芯片、原材料往往需要跨越多个国家边境，才能完成最终组
装。马来西亚极端天气、中国港口延误、出口管制政策调整等任
一环节出现波动，都会沿产业链层层传导。举例：2024 年中国台湾 
强震冲击当地头部晶圆厂，生产临时中断，芯片出货短期收紧， 
波及亚太及全球下游工厂。FedEx 等快运服务商持续优化货件调度
方案，例如航线动态改道，保障货物持续流转，助力客户避免组装
产线停工。

 产业链各环节均配套上下游产业（设备厂商、原材料厂商、软件 
工具供应商）。亚太地区同样聚集大量头部企业（例如日韩光刻、
芯片制造设备厂商）与中小型配套供应商（特种化工原料生产商、
设备零部件制造商）。总而言之，亚太半导体价值链是分层完整产
业生态：各工序由少数全球龙头企业作为产业基石，本土中型企
业、海量中小企业承接细分配套工作，适配区域产业个性化需求。

图 5：东南亚各国半导体供应链配套能力持续提升，马来西亚、菲律宾主导外包封测服务；越南封装测试产能快速崛起；泰国配套车载芯片产业链； 
印尼具备长期原材料产业发展潜力。
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东南亚主要经济体在全球半导体供应链中的角色

越南
	• 新兴半导体封装测试（外包封测）产业枢纽
	• 电子制造产业基础雄厚，拉动芯片 需求
	• 吸引英特尔等全球龙头企业投资
	• 劳动力技术成熟，具备人力成本优势

菲律宾
	• 外包半导体封装测试产业发展成熟
	• 聚集安靠科技、德州仪器等大型企业
	• 拥有熟练技术工人，提供后端半导体配套服务

印度尼西亚
	• 半导体产业尚处起步阶段，仍在发展中
	• 具备原材料供应、低成本制造发展潜力
	• 在区域半导体产业生态中 拥有长期发展机遇

泰国
	• 封装测试产业规模持续扩张
	• 汽车制造产业成熟，支撑电动汽车与自动驾驶系统发展
	• 车载半导体、车载传感器需求 持续增长

马来西亚
	• 外包封测、半导体后端服务核心枢纽
	• 生产基板、引线框架及各类封装材料
	• 配套产业生态完善，支撑区域 半导体供应链

数据来源：Frost & Sullivan
软件 
开发

人才 技术 
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芯片 
设计

设备  材料与 
化学品



图 6：亚太半导体价值链并非集中单一市场，而是分散布局于各细分产业枢纽，这意味着高效跨境托运、全程可视化管控、稳定落地交付至关重要，
设计、封装、检测及配套服务赛道中小企业对此需求尤为突出。

价值链环节 工序内容 亚太产业定位/核心枢纽 中小企业常规参与赛道

1. 原材料与特种配
套物料

晶圆、化工试剂、特种气
体、基板、光刻胶、陶瓷基
材等晶圆制造前置物料供应

日本原材料、设备产业实力突出； 
中国是核心原材料供给国与需求市场

特种化工试剂、精密零部件、 
耗材、细分工艺原材料、工程配
套服务

2. 芯片设计、知识
产权与电子设计自
动化工具

芯片架构、电路设计、仿真
验证、流片筹备、设计配套
工具

印度为核心设计与电子设计自动化配
套枢纽；新加坡、中国、日本同步布
局成熟研发设计产能

无晶圆设计公司、知识产权厂
商、仿真验证服务商、原型电 
路板研发、电子设计自动化配套
服务

3. 晶圆制造/晶圆
代工

高资金投入晶圆厂，在硅晶
圆上完成芯片前端制造工序

中国台湾、韩国领跑先进制程； 
中国持续扩充产能

中小企业直接参与度低；多配套
工程运维、工艺配套服务

4. 半导体设备与
工装

光刻、刻蚀、薄膜沉积、 
量检测、自动化、洁净车间
及配套设备供应

日本半导体设备行业优势显著；全亚
太区域配套设备安装、运维、备用零
部件供应

精密加工厂商、工装供应商、 
零部件翻新服务商、备用零部件
供应商、配套运维服务商

5. 封装测试（外包
封测）

晶圆切割、封装、老化测
试、成品检测、先进封装，
芯片完成整机集成前置工序

马来西亚、越南、菲律宾、泰国为核
心外包封测枢纽，中小企业高度集聚

封装工艺服务商、检测服务商、
基板供应商、工程配套、细分先
进封装厂商

6. 系统集成与终端
市场部署

芯片嵌入服务器、AI 系统、
工业电子、车载系统及各类
终端设备

亚太产业生态可联动中国、日本、 
韩国、新加坡及东南亚各大制造 
基地，完成整机集成

系统集成商、模组组装厂商、 
电路板细分服务商、工业、车载
细分配套供应商

7. 分销、库存缓冲
与全球履约配送

库存规划、中转分拨、 
区域协同、全球货件递送 
至客户、生产枢纽

新加坡、中国香港、日本、韩国为 
核心物流分销枢纽

区域分销商、专业货运协调商、
售后配套服务商、逆向物流合 
作商

亚太半导体价值链整体布局与中小企业各环节参与度
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整条价值链内，中小企业可依托细分赛道、高增长细分领域挖掘发
展机遇。核心赛道举例如下： 

芯片设计与知识产权（无晶圆厂）赛道机遇： 异构芯片架构普及
（AI 加速器芯片、车载片上系统），为掌握细分专业技术的中小企
业创造发展空间。亚太多国推出扶持政策，鼓励无晶圆初创企业发
展。举例：新加坡、马来西亚搭建芯片设计企业孵化平台；印度出
台半导体研发激励政策。中小企业可研发医疗设备模拟/混合信号芯
片、物联网传感器、机器学习加速芯片，或对外授权知识产权模块
（5G 调制解调器、安全加密模块等）。印度设计联动激励计划 (DLI) 
专项扶持中小微型芯片设计企业16。除此之外，小型电子设计自动化
软件厂商、知识产权中间件供应商，可依托本土设计工作室配套需求
获取市场份额。 

设备与原材料赛道机遇：晶圆厂新建、产能扩容拉动配套零部件需
求。中小企业可生产细分专用设备（检测设备、清洗系统）或供应
特种化工试剂、基板。举例：台积电宣布新建晶圆厂后，中国台
湾、日本数十家小型精密工装厂商、半导体化工企业同步扩产。 
亚太部分中小企业深耕晶圆抛光、光刻耗材、洁净车间配套设备赛
道，上述领域受大型原始设备制造商（OEM）的主导程度相对较
低。随着东南亚晶圆厂持续扩建（例如马来西亚新建芯片工厂），
本土中小企业可承接区域专用设备供应、运维配套服务。 

封装测试（外包封测）赛道机遇：先进封装工艺普及催生创新封装
配套需求。头部外包封测厂商承接大批量订单，中小企业可深耕细
分定制封装赛道。举例：马来西亚、新加坡、越南小型厂商可提供
扇出型晶圆级封装、3D 芯片堆叠等先进封装工艺，适配中小批量客
户需求。中小企业同样可切入高可靠性赛道（医疗、航空航天），
承接定制化检测、封装业务。后端赛道内，中小企业还可供应检测
设备、校准服务、精密测试插座与探针。

分销与终端部署赛道机遇：物流赛道中小企业可作为末端分销商、
系统集成商开展合作。中小型货运、物流企业对接本土制造厂商，
保障高精密零部件货件准时递送。亚太市场多元化，区域快运、货
运代理中小企业连通工厂与海外客户。除此之外，中小企业可提供
分装、重新打包服务，完成半导体货物适配本地法规合规处理，或
在托运前将芯片集成至子系统。

亚太全产业链生态内，各国政府产业扶持项目、产业集群持续赋能
中小企业，行业充分认可中小企业配套价值。举例：马来西亚槟城
技能发展中心为外包封测中小企业培育产业工人17；越南本土首批
晶圆厂（越南军用电子电信集团（Viettel）的在建工厂）带动本土
配套供应商、初创企业发展。中小企业依托灵活产能、细分专业技
术，可与行业龙头企业协同发展。

3.1  各价值链赛道中小企业发展机遇

图 7：中小企业在半导体产业生态中承担关键配套职能，在价值链各环节提供细分工程、原材料、封装、集成配套服务。

产业价值链环节 中小企业在生态系统中的作用 中小企业核心机遇赛道 物流与供应链配套需求

1. 芯片设计与知识产
权研发

中小企业多为细分芯片设计公司、 
知识产权开发商、仿真验证服务商

AI 加速器芯片、车载半导体、物联网
芯片组、工业设备定制专用集成电路

原型片、开发板、测试芯片小批量货件
高频托运（设计中心至晶圆厂）

2. 设计配套与工程服务 中小企业提供仿真、软件开发、 
电子设计自动化工具定制配套

外包设计服务、仿真验证工程、芯片
架构优化、嵌入式软件

高价值原型样品托运，需全球研发中心
之间安全、快速递送

3. 原材料与特种零部件 中小企业供应晶圆制造所需原材料、
特种化工试剂、基板、精密零部件

先进基板、特种气体、半导体级化工
试剂、晶圆转运配套设备

敏感原材料跨境常态化托运，需安全操
作、符合法规要求

4. 设备零部件与运维 中小企业提供备用零部件、零部件 
翻新、系统升级等核心配套服务

精密加工零部件、设备翻新服务、 
校准工装、洁净车间设备零部件

备用零部件、维修组件时效优先托运，
最大限度缩短晶圆厂停工时长

5. 封装测试 
（外包封测）

中小企业在半导体封装、细分检测、
先进封装赛道参与度高

芯粒封装、晶圆级封装、车载芯片检
测、细分可靠性检测

晶圆、芯片需在亚太多地晶圆厂、封装
厂之间高频流转托运

6. 系统集成与电子制造 中小企业将半导体集成至工业设备、
车载模组、物联网终端、专用电子
设备

工业自动化系统、车载电子、边缘人
工智能设备、专用电子元器件

货件品类混杂，包含半导体元器件、 
电路板、电子组装成品

7. 分销、售后与供应链 中小企业参与区域分销、库存管理、
售后维修、技术配套服务

区域半导体分销、元器件转售、逆向
物流、产品全生命周期配套

时效优先货件递送，保障生产排期、 
支撑分布式电子制造产能

16设计联动激励计划 (DLI) 17 槟城技能发展中心 (PSDC)
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亚太芯片供应链工序、配套厂商高度分散：

多层级配套依存关系：单款半导体产品供应链包含数十家配套厂
商：半导体设备、原材料多来自美国、日本、欧盟；晶圆制造集 
中于中国台湾、韩国、中国；外包封装落地东南亚；整机组装 
（例如终端设备组装）集中于中国、马来西亚；最终完成全球托
运。这意味着物流配套体系需同步适配两类货物：一是晶圆等易碎
物料，需防震动、专业防护操作；二是高价值成品半导体，全程安
保托运。 

准时制库存约束：过往半导体晶圆制造、封装环节普遍采用准时制
库存模式压缩成本，即便短期货件托运延误，也会冲击下游产线、
打乱生产排期。单纯追求高效降本的精益库存模式，令全球企业极
易遭受各类供应链中断冲击。如今元器件需跨越超 25,000 英里、
途经 70 余个国家和地区边境才能完成成品，微小托运延误就会造成
人工智能、车载等高价值产线停工。行业逐步摒弃单一精益库存思
路，转向“防患于未然”供应链模式：通过多区域产能布局、增设
库存缓冲仓提升供应链韧性，区域产业抗风险能力优先于单纯成本
优化。

法规合规复杂度：高科技货物跨境流通需适配各国差异化进出口、
商品归类、单证规范要求。海关申报数据、商品归类出现差错，会
造成不必要延误，时效优先货件受影响尤为严重。在此环境下，数
字化工具、海关配套服务、清晰贸易单证愈发重要，协助寄件人高
效完成合规申报。 

地缘与环境风险：地缘冲突、出口管制、关税、自然灾害、公共卫
生事件，均凸显供应链多元化布局的必要性。众多制造企业通过扩
充全球产能、多基地运营模式降低产业集中风险。对物流服务商而
言，意味着需支撑覆盖更广范围的贸易航线，同时协助企业实现全
链路可视化管控、灵活调度、持续稳定供货，适配更加分散的供应
链体系。 

4.0   供应链复杂度与潜在风险
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图 8：半导体生产依托高度协同、跨境联动的供应链体系。规划、生产、全球分销任一环节发生中断，风险都会沿全产业链传导，凸显协同管控、全程可视化、高韧性物
流网络的核心价值。

1. 供应商规划 
与订单

下达

核心痛点

预测不准确 牛鞭效应 单证/数据不符
托运延误、监管
合规产线停工

线下改装、调
整生产排期

分批投产

边境清关延误

沟通障碍
上游供货延误

质量问题
壁垒应急处置手段

缺少集成数字
系统

工厂突发 
停产 沟通不畅 应急处置手段

数据来源：Frost & Sullivan Analysis

失误风险

节假日货运高峰、
政策变动

灾害造成

核心痛点 核心痛点 核心痛点 核心痛点 核心痛点

2. 一级厂商生产、 
二级配套物 

料供应

3. 供应商出库、 
国际跨境托运 4. 进口至 OEM 工厂 5. 产线组装加工

6. 成品出库、全球
分销

半导体供应链规划、生产、 
全球分销全链路复杂度



半导体产业生产周期高度同步，全球配套供应商网络错综复杂， 
货物单件价值极高。微小物流中断都可能造成产线停工、新品上 
市延期。随着 亚太半导体供应链持续向多区域市场延伸，稳定 

跨境托运、专业安全操作、数字化全程可视化管控成为企业核心运
营刚需。

5.0   FedEx 核心优势：助力半导体企业规模化发展

高速发展的市场环境下，亚太半导体客户对物流服务的需求早已超
越基础货物托运： 

小批量货件高频托运：现代化晶圆厂、无晶圆设计企业频繁托运原
型晶圆、样品、检测套件，而非大批量整单货物。这要求物流服务
商具备灵活取派调度能力。FedEx 提供高频航班班次，可加急上门
揽收小型紧急货件，缩短整体递送时长。 

全链路可视化管控：半导体产业链各方（设计企业、芯片厂商、整
机厂商）需实时追踪每一件包裹。FedEx 数字化工具、传感可视化
解决方案（含 SenseAware® ID、FedEx Surround®）可近乎实时
同步货件动态，预判延误风险并主动介入处理。可按需提供温控、
专业防护配套服务，适配敏感半导体货物托运需求。 

数字化协同配套工具：FedEx 指出，当下亚太供应链需无缝数字化
协同。FedEx 上线线上操作平台、电子数据交换对接、协同管理平
台，客户可在生产系统同一工作流内完成货件管控。举例：FedEx 
API 可自动生成海关单证、托运面单，与客户企业资源规划系统打
通对接。

定制化专业操作：半导体货件价值高，部分品类易损坏。FedEx 配
套 FedEx Custom Critical（紧急、高价值货物专属托运服务）、温
控运输、专人精细操作等服务，保障晶圆、芯片抵达后状态完好。

物流服务商承担关键支撑职能，协助半导体企业应对日趋复杂的供
应链配套需求。FedEx 等服务商为产业生态打造定制化物流解决
方案，适配半导体制造全流程，包含多式联运、一体化物流配套项
目，提升全链路协同性、稳定性、可视化管控水平。

4.1   物流配套需求与服务标准预期
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5.1  FedEx 配套能力与产业价值

图 9：FedEx 物流配套能力适配半导体供应链各核心工序说明�

物流服务商是维持半导体供应链高效、稳定运转的关键支
撑。FedEx 依托一体化运输网络、数字化贸易配套方案、适配高价
值、时效优先货件的专业服务，支撑半导体、AI 配套设备供应链
运转。配套能力覆盖四大核心落地标准：高效灵活、稳定优质、安
全完整、智能可视。落地配套包含指定时间的联邦快递国际优先快
递特快服务、联邦快递国际优先快递重货服务、FedEx® 定制货运
服务（适配紧急、复杂货件托运需求），面向大规模集中部署需求
的包机方案，晶圆、芯片、机柜、设备专业防护托运，以及 FedEx 
Ship Manager、FedEx API、FedEx 电子贸易文件、Global Trade 
Manager、SenseAware® ID、FedEx Surround® 监控与干预服务
等数字化工具。

FedEx 亚太物流网络深度贴合区域核心半导体产业集群，包含新
加坡、马来西亚槟城、中国台湾新竹、韩国首尔等核心节点。上述
枢纽承担晶圆制造、封装测试、半导体设备生产、先进封装配套职
能。物流服务商连通上述产业集群与全球市场， 可加快晶圆、半导

体设备、成品芯片全链路跨区域流转速度。专属航空、陆运运力 
保障，即便在需求旺季、大规模技术设备投产周期，递送时长依旧
稳定可控。除晶圆、成品芯片外，FedEx 同步配套 AI 设备产业物 
流需求，承接图形处理器服务器、机柜、光学器件、电源设备、 
网络设备、超大型半导体设备托运，全程专业防护、可视化追踪、
安全保管。

数字化配套价值持续提升，重塑半导体企业全球供应链管理模式。
物流平台打通托运、海关申报、实时追踪多维度数据，提升可视化
管控水平、降低运营风险。AI 智能追踪、预判监控系统等解决方案
可提前识别潜在延误，主动介入处理，保障高价值半导体货件准时
送达。FedEx 为半导体物流提供全面的解决方案和工具。

下表列明 FedEx 物流配套能力如何支撑半导体供应链各核心工序：

半导体行业内，轻微物流中断都将造成产线停工，稳定履约、主动
风险管控不可或缺。FedEx 等物流服务商针对性推出专业贸易配套
方案、简化海关流程的数字化工具、灵活航线规划，应对突发供应
链中断。
 

除基础货物托运服务外，FedEx 同步为半导体制造企业提供行业咨
询资源、产业交流配套活动，协助企业及时掌握亚太各地持续更新
的贸易法规、供应链配套要求。

产业价值链环节 常规物流需求 配套物流服务与解决方案

芯片设计与研发 原型片、开发板、小批量半导体样品需在设计中
心、晶圆厂之间快速流转托运

联邦快递国际优先快递服务等空运快运服务，支撑原型快速流
转、研发周期指定时间递送

前端晶圆制造（晶圆
代工）

晶圆、光刻设备、化工试剂、备用零部件需跨晶圆
厂网络安全托运

国际优先快递重货服务、Economy Freight®，支撑高价值半导体
原材料、设备托运，配套稳定递送、海关协同处理

配套制造业（设备、原
材料）

敏感设备零部件、细分原材料跨境高频托运 物流网络配套安全操作、法规合规申报、关键生产物料、备用
零部件快速递送

封装测试（外包封测） 货件在亚太多国晶圆厂、外包封测厂房之间高频双
向流转托运

指定时间国际货运服务配套贸易单证处理，助力高价值半导体
元器件高效跨境托运

系统集成与电子制造 半导体产业枢纽至电子制造基地供应链协同托运 一体化物流网络连通半导体供应商与电子整机制造厂商

分销、库存缓冲与全球
履约配送

多区域市场时效优先稳定递送，全链路可视化管控 数字化物流平台、货件追踪工具、一体化托运系统，统筹全球
半导体分销、库存流转

数字化供应链协同与可
视化管控

准实时监控、预判风险可视化管控，关键货件延误
前主动干预

FedEx Ship Manager®、FedEx API、SenseAware® ID、FedEx Surround® 
等数字化工具，提供货件追踪、预判风险监控、自动单证生成
服务
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5.2   数字化打通、AI 驱动型物流配套
数字化转型重塑半导体企业全球供应链管控模式。物流数据、托运
单证、全链路实时追踪可同步至全部产业链参与方，保障持续稳定
生产。FedEx Ship Manager™、FedEx API 等数字化物流平台，协
助企业处理复杂单证规范，同时加快跨境货件流转速度。统一数字
化操作入口，企业可在线处理电子贸易单证、管理托运数据、统筹
供应链配套工作，单一界面完成全流程操作，保障关键信息流转速
度与实物货件同步。

预测分析、机器学习技术同步落地物流运营。预测分析、机器学习
技术同步落地物流运营。FedEx Surround® 等监控系统可分析海量
货件数据，预判潜在延误风险，在中断发生前主动介入处理。上述
配套能力对半导体货件尤为关键 —— 单件货物价值高、生产排期严
格、多层级供应链节点容错空间极小。
.

5.3  全球联动、本土深耕的半导体物流专业能力
亚太地区半导体制造高度集聚，物流服务商需搭建完善区域网络，
深度对接各地生产枢纽。新加坡、槟城、新竹、首尔等大型半导 
体产业集群，承担晶圆制造、半导体设备生产、先进封装配套核心
职能。

FedEx 等物流服务商依托全球运输网络连通区域产业集群、北美、
欧洲市场，支撑半导体原材料、成品高效流转。这套全球联动、 
本土深耕配套体系，助力半导体企业在管理复杂跨境供应链的同
时，维持生产持续运转。同时，同时一体化网络规划、全链路可视
化管控降低产业分散带来的配套风险，优化多供应链节点协同效
率，对绑定生产排期、时效优先的高价值货件尤为关键。
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6.0  蓄力前行：半导体产业增长新征程
亚太半导体产业将持续作为全球科技增长核心引擎，AI、高性能计
算、电动汽车、前沿通信基础设施需求持续扩张拉动行业发展。为适
配产业扩容，半导体企业在中国台湾、韩国、中国、新加坡、马来西
亚、东南亚新兴市场搭建更加分散、高韧性制造网络。中国持续承
担封装测试、半导体设备与原材料、先进电子制造、下游终端消费市
场多重产业职能。产业布局调整，体现行业平衡产能扩容与供应链韧
性、同时保障芯片设计、晶圆制造、封装、整机集成全工序高度协同
的发展需求。

半导体生产各环节互联程度持续提升，高价值原材料、晶圆、AI 芯
片、成品半导体、半导体设备、先进电子元器件跨境流转，离不开稳
定的物流履约和完善的供应链可视化管控体系。FedEx 等物流服务商
依托全球运输网络、数字化物流平台、一体化贸易管控配套能力，简
化跨境配套操作。物流合作伙伴连通亚太核心半导体产业集群、全球
制造与科技市场，协助企业维持稳定生产、提升供应链韧性，灵活应
对持续迭代的市场需求。
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